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【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｊ 133/04    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成23年6月15日(2011.6.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
アクリル重合体（Ａ）と、エポキシ樹脂（Ｂ）と、熱硬化剤（Ｃ）と、シリコーン化合物
（Ｄ）とを含む粘接着剤組成物であって、
前記シリコーン化合物（Ｄ）が側鎖としてアラルキル基（反応性有機官能基を除く）を有
するオルガノポリシロキサンであって、かつ、２５℃における動粘度が５０～１００，０
００mm2/sであることを特徴とする粘接着剤組成物。
【請求項２】
前記熱硬化剤（Ｃ）が、フェノール性水酸基および／またはアミノ基を有する熱硬化剤で
ある請求項１に記載の粘接着剤組成物。
【請求項３】
請求項１または２に記載の粘接着剤組成物からなる粘接着剤層が、基材上に形成されてな
る粘接着シート。
【請求項４】
請求項３に記載の粘接着シートの粘接着剤層に半導体ウエハを貼着する工程と、
該半導体ウエハをダイシングしてチップとする工程と、
　該チップを、その裏面に前記粘接着剤層を転写させて前記粘接着シートの基材から剥離
する工程と、
　剥離されたチップをダイパッド部上に、該チップの裏面に転写された粘接着剤層を介し
て熱圧着する工程と
　を含む半導体装置の製造方法。
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